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ICAPE Group: Der kompetente 
Weg zur Bestellung von Lei-
terplatten und technischen Teilen - Von Prototypen bis zur 
Großserie
Mit einem Team von 600 Mitarbeitern weltweit und 80 stra-
tegischen Partnern in Asien (30 im Bereich Leiterplatten,  
50 im Bereich technische Teile) garantiert die ICAPE-Group 
die besten Lösungen im Vergleich zu ihren Mitbewerbern. 
In unserem Servicebüro in China stehen 230 hochqualifi-
zierte Mitarbeiter bereit, um Ihnen zu helfen.
Unsere Hauptaufgabe ist es, einen Qualitätsservice wäh-
rend des gesamten Prozesses zu garantieren - vom Ange-
bot bis zur Lieferung an jeden Kunden weltweit.

Weitere Informationen: 
ICAPE Deutschland GmbH 
Gottlieb-Daimler-Str. 2 
D-79618 Rheinfelden-Herten 
E: walter.manco@icape.de 
T: +49 (0) 7623 9662210 www.icape-group.com


